  没有合适的资源？快使用搜索试试~ 我知道了~


 文库首页 行业嵌入式芯片制造技术-芯片制造类技术资料合集.zip
 
 
 
              芯片制造技术-芯片制造类技术资料合集.zip
              
  共26个文件 
      ppt：14个
    

      doc：4个
    

      pdf：4个
    

 
  


 1.该资源内容由用户上传，如若侵权请联系客服进行举报
 2.虚拟产品一经售出概不退款（资源遇到问题，请及时私信上传者）
 

              版权申诉
            

 芯片制造技术
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 芯片制造技术-芯片制造类技术资料合集：
21-系统芯片与片上通信结构.pptx
6.3-集成电路制造工艺技术.ppt
CH3-硅片加工倒角.ppt
MEMS工艺(3半导体工艺)扬卫.ppt
倒装芯片凸点制作方法.pdf
半导体芯片制造技术5.ppt
图解芯片制作工艺流程.pdf
柔性电子制造技术基础-第4讲-PART1-2014.pdf
段辉高-2-半导体中的材料、硅片制作流程.pptx
第4章---14芯片制造概述.doc
第三章-集成电路的制造工艺.ppt
第十一章-半导体材料制备.ppt
第四章-芯片制造概述.ppt
第四章-集成电路制造工艺.ppt
芯片制作工艺流程.doc
芯片制程(以-Intel-芯片为例).docx
芯片制造倒装焊工艺与设备解决方案.pdf
芯片制造工艺.ppt
芯片制造工艺流程简介.ppt
芯片制造技术.ppt
芯片微纳制造技术.pptx
芯片生产工艺流程.doc
芯片的制造过程.doc
集成电路制造工艺之光刻与刻蚀工艺.ppt
集成电路制造工艺课件.ppt
集成电路设计常识-山大暑期学校-集成电路.ppt
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 芯片制造技术-芯片设计类技术资料合集.zip
 浏览：40
  5星 · 资源好评率100%

 芯片制造技术-芯片设计类技术资料合集：
18微米芯片后端设计的相关技术.pdf
5--芯片规划与设计(3学时).ppt
ASIC芯片设计生产流程.ppt
ECO技术在SoC芯片设计中的应用-王巍.pdf
ic设计流程工具.docx
LDO芯片设计报告及电路分析报告.pdf
一种基于MEMS技术的压力传感器芯片设计-王大军.pdf
关于芯片和芯片设计的科普——集成电路设计人员给家人的科普.ppt
半



 芯片制造技术-芯片封装测试类技术资料合集.zip
 浏览：187
  5星 · 资源好评率100%

 芯片制造技术-芯片封装测试类技术资料合集：
CPU芯片测试技术.doc
IC-芯片封装流程.pptx
IC封装测试工艺流程.ppt
《超大规模集成电路设计导论》第9章：系统封装与测试.ppt
半导体封装工艺讲解.ppt
封装测试工艺教育资料.pdf
常见IC封装技术与检测内容.pptx
微电子--芯片测试与封装作业.doc
测试!芯片测试的意义.pdf
第12章-集成电路的测试与封装.ppt
第三



 芯片制造技术-半导体切片类技术资料合集.zip
 浏览：125
  5星 · 资源好评率100%

 芯片制造技术-半导体切片类技术资料合集：
内圆切片机设计.pdf
冰冻切片的制备.docx
切片机张刀对切片质量的影响-45所.doc
半导体全制程介绍.doc
半导体工业简介-简体中文...ppt
半导体工艺技术.ppt
半导体晶圆切割 - 副本.docx
半导体晶圆切割.docx
半导体晶片加工.ppt
半导体芯片制造技术4.ppt
厚硅片的高速激光切片研究.pdf
多晶硅片生产工艺介绍.pp



 芯片制造技术-半导体研磨类技术资料合集.zip
 浏览：152
  5星 · 资源好评率100%

 芯片制造技术-半导体研磨类技术资料合集“
Semiconductor-半导体基础知识.pdf
半导体-第十六讲-新型封装.ppt
半导体CMP工艺介绍.ppt
半导体IC工艺流程.doc
半导体制造工艺第10章-平-坦-化.ppt
半导体封装制程及其设备介绍.ppt
半导体晶圆的生产工艺流程介绍.docx
半导体硅材料研磨液研究进展.pdf



 芯片制造技术-半导体抛光类技术资料合集.zip
 浏览：6
  5星 · 资源好评率100%

 芯片制造技术-半导体抛光类技术资料合集：
300mm硅单晶及抛光片标准.pdf
6-英寸重掺砷硅单晶及抛光片.pdf
666化学机械抛光技术的研究进展.pdf
化学机械抛光CMP技术的发展应用及存在问题.pdf
化学机械抛光技术及SiO2抛光浆料研究进展.pdf
化学机械抛光液(CMP)氧化铝抛光液具.doc
半导体-第十四讲-CMP.ppt
半导体制程培训CMP和蚀刻.pptx.ppt
半导体单



 芯片制造—半导体工艺制程实用教程word版学习笔记
 浏览：141
  4星 · 用户满意度95%

 整理：Anndi   来源： 电子胶水学习指南（www.g4e.cn）
本人主要从事IC封装化学材料（电子胶水）工作，为更好的理解IC封装产业的动态和技术，自学了《芯片制造－半导体工艺制程实用教程》，貌似一本不错的教材，在此总结出一些个人的学习笔记和大家分享。此笔记原发在本人的博客中，有兴趣的朋友可以前去查看一起探讨之



 图解集成电路芯片的制造过程.pdf
 浏览：66
  5星 · 资源好评率100%

 图解集成电路芯片的制造过程.pdf



 集成电路制造技术：原理与工艺 
 浏览：191
  5星 · 资源好评率100%

 系统地介绍了当前硅集成电路制造普遍采用的工艺技术。第1单元硅衬底，主要介绍硅单晶的结构特点，单晶硅锭的拉制，硅片（包含体硅片和外延硅片）的制造工艺及相关理论。第2~5单元介绍硅芯片制造基本单项工艺（氧化与掺杂、薄膜制备、光刻、工艺集成与封装测试）的原理、方法、设备，以及所依托的技术基础及发展趋势。附录A介绍以制作双极型晶体管为例的微电子生产实习，双极型晶体管的全部工艺步骤与检测技术；



 IC芯片制造工艺流程from台湾.pdf
 浏览：106
 
 详细介绍了IC的制造工艺流程，让你了解如何让一堆沙子变成一颗颗芯片，包含完整的半导体技术，有兴趣的可以了解一下



 集成电路工艺技术.pdf
 浏览：194
 
 1、集成电路发展历程回顾
2、描述天然硅原料如何加工提炼成半导体级硅(semiconductor-grade silicon, SGS)。
3、解释晶体结构与单晶硅的生长技术。
4、讨论硅晶体的主要缺陷。
5、简单敘述由硅晶锭加工成为硅晶圆的基本步骤。
6、说明并讨论晶圆供应商所需进行的7项品质测量项目。
7、外延层及其重要性。



 芯片制造技术-半导体清洗类技术资料合集.zip
 浏览：66
  5星 · 资源好评率100%

 芯片制造技术-半导体清洗类技术资料合集：
半导体IC清洗技术.doc
半导体IC清洗技术.pdf
半导体制程RCA清洗IC.ppt
半导体制程培训清洗.pptx.ppt
半导体制造工艺第3章-清-洗-工-艺.ppt
半导体工艺-晶圆清洗.doc
半导体晶圆的污染杂质及清洗技术.pdf
半导体晶圆自动清洗设备.pdf
半导体清洗技术面临变革.pdf
半导体第五讲硅片清洗(4课时).ppt
向65nm



 芯片资料合集
 浏览：182
  4星 · 用户满意度95%

 各种芯片合集。



 芯片制造教材
 浏览：193
 
 半导体技术，芯片制造流程详解，一般用于半导体资料



 集成电路制造技术－经典资料
 浏览：178
 
 别的不说了，经典资料，看了之后你要有钱也可开家fab



 行业分类-设备装置-基于光敏印章印刷的纸基微流控芯片制造方法.zip
 浏览：122
 
 行业分类-设备装置-基于光敏印章印刷的纸基微流控芯片制造方法.zip



 集成电路制造工艺介绍.rar
 浏览：14
 
 集成电路制造工艺——金属化与多层互连
集成电路制造工艺——光刻与刻蚀工艺 
集成电路制造工艺——外延
集成电路制造工艺——化学气相沉积 
集成电路制造工艺——外延
集成电路制造工艺——化学气相沉积 
集成电路制造工艺——离子注入
集成电路制造工艺——扩散
集成电路制造工艺——氧化



 IC封装基础和图解(芯片技术资料)
 浏览：29
 
 介绍ic封装方式的简单教程对初学者很好认识ic非常有帮助



 芯片设计技术（全流程介绍）.pdf
 浏览：36
  5星 · 资源好评率100%

 芯片设计技术（全流程介绍），从前端设计到后端设计全流程，有助于对芯片设计流程有个全面的了解。从前端设计到后端设计全流程，有助于对芯片设计流程有个全面的了解。



 集成电路制造工艺原理
 浏览：128
 
 集成电路制造工艺原理
第一章  外延及CAD－－ －－－－4学时
第二章  氧化、扩散及离子注入－8学时
第三章  光刻－－－－－－－－－4学时
第四章  刻蚀－－－－－－－－－2学时
第五章  金属化、封装与可靠性－2学时
第六章  N阱CMOS工艺流程－－2学时
第七章  硅器件制造的关键工艺－4学时



 集成电路制造工艺总结
 浏览：123
 
 计算机硬件（芯片）制造的圣经！内容详细 值得收藏



 芯片制造-半导体工艺制程实用教程第5版
 浏览：88
  5星 · 资源好评率100%

 芯片制造-半导体工艺制程实用教程第5版，芯片制造相关，一部介绍集成电路与工艺的书。



 集成电路制造工艺PPT.pdf
 浏览：44
  5星 · 资源好评率100%

 集成电路制造工艺PPT.pdf



 Microchip Fabrication A Practical Guide to Semiconductor Processing 5th.pdf
 浏览：8
  5星 · 资源好评率100%

 Microchip Fabrication A Practical Guide to Semiconductor Processing 5th.pdf
中文名《芯片制造——半导体工艺制程实用教程》

我找不到中文版，各位谁有的分享一下吧



 芯片封装大全(图文对照).pdf
 浏览：72
 
 常用芯片封装图文对照



 亚微米CMOS芯片与制程剖面结构.pdf
 浏览：79
 
 亚微米CMOS芯片与制程剖面结构.pdf



 集成电路制造技术——原理与工艺----第三章外延
 浏览：70
 
 集成电路制造技术——原理与工艺----第三章外延
3.1 概述
3.2 气相外延
3.3 分子束外延
3.4 其它外延
3.5 外延层缺陷及检测




 HexView（Vector）V1.12.05
 浏览：190
  5星 · 资源好评率100%

 Hex View(十六进制查看编辑器)，Vector出品
可以用来查看文件的十六进制码，转换数据格式
HexView can show the contents of different file formats, mainly Intel-HEX, Motorola S-record binaries or other car manufacturer specific file formats



 电池管理系统BMS原理图和源代码
 浏览：5
 
 电池管理系统方案，包含原理图和程序源码，程序有SOC、SOH等算法



 SecureCRT 9.0.0
 浏览：142
  4星 · 用户满意度95%

 SecureCRT最新版本。
1、先安装，不要打开
2、运行patch，patch成功之后再运行程序，输入注册信息。



 MPU6050(OLED显示姿态角).rar
 浏览：163
 
 通过OLED输出YAW、PITCH、ROLL角。






 收起资源包目录 
       芯片制造技术-芯片制造类技术资料合集.zip （26个子文件） 

       芯片制造  

       倒装芯片凸点制作方法.pdf  258KB
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      芯片制造工艺.ppt  817KB

 

      芯片制造倒装焊工艺与设备解决方案.pdf  453KB
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1
陶波
数字制造装备与技术国家重点实验室
机械学院大楼B205
Email: taobo@mail.hust.edu.cn
Tel: 13437140569、87559840
柔性电子制造技术基础
第四讲、柔性电子器件批量化制备技术
（上篇）



2
本讲课程内容
键合技术
精密视觉技术
卷到卷传输控制技术
高速高精运动控制技术
国际半导体技术发展趋势
• Moore’s  Law  and More,  SIA, 2007
•多样性
•
小
型
化
•高密
度





3
封装技术发展趋势
•封装尺寸
•芯片尺寸
•需要采用倒装键合
•≈
1
•可能＜1
•可以实现更高密度的封装
电子封装始于IC晶片制成之
后，包括IC晶片的粘结固定、电
路连线、密封保护、与电路板之
接合、模组组装到产品完成之间
的所有过程。
概述
电子封装常见的连接方法有
引线键合(wire bonding，WB)、载
带自动焊（tape automated bonding, 
TAB）与倒装芯片(flip chip, FC)等
三种，倒装芯片也称为反转式晶
片接合或可控制塌陷晶片互连
(controlled collapse chip 
connection ,C4 ) 。





4
什么是引线键合
用金属丝将芯片的I/O端（inner lead bonding pad: 内侧引线端子）
与对应的封装引脚或者基板上布线焊区（outer lead bonding pad: 外侧引
线端子）互连，
实现固相焊接过程，
采用加热、加压和超声能，破坏表面氧化层和污染，产生塑性变形，
界面亲密接触产生电子共享和原子扩散形成焊点，
键合区的焊盘金属一般为Al或者Au等，
金属细丝是直径通常为
20～50微米的Au、Al或者Si－Al丝。
历史和特点
1957 年Bell实验室采用的器件封装技术，目前特点如下：
• 已有适合批量生产的自动化机器；
• 键合参数可精密控制，导线机械性能重复性高；
• 速度可达100ms互连（两个焊接和一个导线循环过程）；
• 焊点直径：100 μｍ↘ 50 μｍ，↘ 30 μｍ；
• 节距：100 μm ↘ 55 μm， ↘ 35 μm ；
• 劈刀(Wedge,楔头)的改进解决了大多数的可靠性问题；
• 根据特定的要求，出现了各种工具和材料可供选择；
• 已经形成非常成熟的体系。





5
低成本、高可靠、高产量等特点使得它成为芯片
互连的主要工艺方法，用于下列封装：
• 陶瓷和塑料BGA、单芯片或者多芯片
• 陶瓷和塑料 (CerQuads and PQFPs)
• 芯片尺寸封装 (CSPs)
• 板上芯片 (COB)
应用范围
芯片互连例子
采用引线键合的芯片互连
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            suranko
          
 
  2024-02-28

 这个资源内容超赞，对我来说很有价值，很实用，感谢大佬分享~
  

	 
            ChenHaizhou45
          
 
  2024-02-07

 这个资源内容超赞，对我来说很有价值，很实用，感谢大佬分享~
  

	 
            m0_72091329
          
 
  2024-01-24

 资源简直太好了，完美解决了当下遇到的难题，这样的资源很难不支持~
  

	 
            lyc0726
          
 
  2023-12-30

 怎么能有这么好的资源！只能用感激涕零来形容TAT...
  

	 
            西埃鲁
          
 
  2023-12-11

 资源太好了，解决了我当下遇到的难题，抱紧大佬的大腿~
  


 	1
	2
	3
	4
	5
	6

前往
页




  
 探索者我有我路向
 	
              粉丝: 274
            
	资源: 1815


 
          私信
        



   
      上传资源 快速赚钱
    

 	 我的内容管理 
          展开
          

	  我的资源 
              快来上传第一个资源
              
	  我的收益  登录查看自己的收益 

	 我的积分 
              登录查看自己的积分
              
	 我的C币 
              登录后查看C币余额
             
	  我的收藏 

	 我的下载  

	  下载帮助  




  


  前往需求广场，查看用户热搜
     最新资源
 	
        ASP源码ASP网上二手商品交易管理系统的设计与实现(源代码+论文)
      
	
        ASP源码ASP网上报名及在线考试系统的设计与实现(源代码+论文)
      
	
        ASP源码ASP网上办公自动化系统(源代码+论文+开题报告+文献综述+英文文献+答辩PPT)
      
	
        ASP源码asp网上办公管理系统设计(源代码+论文)
      
	
        ASP源码ASP网络硬盘文件资源管理系统(源代码+论文+开题报告+答辩PPT+外文翻译)
      
	
        bootload刷写规范
      
	
        ASP源码ASP网络文件管理系统的设计与实现(源代码+论文)
      
	
        ASP源码ASP网络实验教学网站(源代码+论文)
      
	
        ASP源码ASP网络社区服务与管理系统的设计与实现(源代码+论文)
      
	
        ASP源码ASP网络商城的设计与实现(源代码+论文)
      


  
 资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议，欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理！ 
      点击此处反馈
      
 



          


 


 安全验证


 文档复制为VIP权益，开通VIP直接复制
开通VIP，畅享复制特权不限次数


  信息提交成功
 


暂时放弃优惠 立即享受8折


        
